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内容概要

全国集成电路工程领域工程硕士教育协作组编著的《工程硕士教育集成电路工程领域发展报告》是全
国集成电路工程领域工程硕士教育协作组受全国工程硕士专业学位教育指导委员会委托而编写的，介
绍了集成电路工程学科10多个领域的发展现状。
全书由一个主题报告和12个专题组成。
主题报告使读者对集成电路的分类、发展历史、产业等方面的全貌有所了解，而后各专题报告分述相
关领域的技术进展，包括集成电路器件与制造工艺、模拟集成电路、射频集成电路、数字集成电路、
嵌入式CPU、系统芯片、集成电路测试与封装、集成电路可靠性、FPGA技术、电源管理芯片技术等
。

《工程硕士教育集成电路工程领域发展报告》具有以下特点：编写人员在相关领域中具有一定影响；
内容新，编写人员查阅并参考了国内外最新文献，关注最新的技术发展情况；覆盖面广，案例多，不
少案例反映了国内自主创新的研究成果，应用新强。
本书不仅可作为工程硕士的教学用书，而且可以供企业、科研院所和高校的相关人员参考。
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书籍目录

主题报告 集成电路的历史与发展
  1 集成电路定义
  2 集成电路的重要作用
  3 集成电路的发展历史
  4 集成电路的分类
    4.1 按处理的信号类型分类
    4.2 按生产的目的分类
    4.3 按设计风格分类
  5 集成电路产业发展与变革
  6 集成电路设计、生产、销售模式
  7 集成电路设计与制造
    7.1 集成电路的设计流程
    7.2 集成电路的制造工艺
  8 集成电路工艺技术水平衡量指标
  9 国际集成电路的发展
  10 我国的集成电路产业发展
专题1 集成电路工艺与器件
  1 集成电路工艺与器件介绍
    1.1 集成电路工艺概述
    1.2 集成电路基本工艺
    1.3 单片集成电路工艺
    1.4 半导体器件概述
    1.5 半导体集成器件
    1.6 半导体分立器件
  2 集成电路工艺与器件发展趋势分析
    2.1 微纳集成器件与集成电路工艺发展趋势分析
    2.2 半导体分立器件发展趋势分析
专题2 模拟集成电路进展
  1 模拟集成电路研究背景及其重要性
  2 运算放大器
    2.1 低电压下增益的提高
    2.2 高速低功耗开关运放大器
    2.3 高跨导低功耗运算放大器
  3 数据转换器
    3.1 流水线模数转换器中的校正技术
    3.2 逐次逼近模数转换器的数字化
    3.3 高速高精度电流舵型数模转换器(Current Steering DAC)
专题3 数字集成电路设计技术
  1 数字集成电路设计方法
    1.1 定制电路设计
    1.2 以标准单元为基础的半定制设计方法
  2 CMOS数字集成电路的主要单元设计方法
    2.1 CMOS组合逻辑的设计
    2.2 时序逻辑电路设计
    2.3 运算单元设计
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  3 数字集成电路的低功耗设计技术
    3.1 低功耗逻辑综合和优化
    3.2 RTL结构级低功耗设计
    3.3 系统级低功耗设计
  4 数字集成电路发展趋势分析
    4.1 超越摩尔定律
    4.2 数字集成电路的ESL设计
    4.3 数字集成电路的低功耗设计
专题4 射频集成电路
  1 射频集成电路研究背景及其重要性
  2 射频集成电路的功能模块
    2.1 频率合成器和锁相环
    2.2 振荡器
    2.3 功率放大器
    2.4 低噪声放大器
    2.5 混频器
  3 RFIC的支撑技术
    3.1 RFIC设计相关的EDA软件
    3.2 RFIC封装技术
    3.3 RFIC测试技术
    3.4 单片微波集成电路
    3.5 RF SoC技术
  4 RFIC技术的应用及发展现状
    4.1 RFIC技术在无线通信领域的应用及发展现状
    4.2 RFIC技术的市场应用现状
  5 RFIC技术的发展历程
    5.1 RFIC技术的萌芽期
    5.2 RFIC技术的起步期
    5.3 RFIC技术发展初期
    5.4 RFIC技术发展中期(2005年-2008年)
    5.5 RFIC技术发展成熟期
    5.6 RFIC技术的应用
  6 RFIC技术的未来趋势
    6.1 RFIC技术的未来发展(2011年之后的发展)
    6.2 RFIC技术发展方向
    6.3 RFIC技术的未来发展(2011年之后)
专题5 嵌入式系统与系统芯片
  引言
  1 嵌入式系统的定义与内容
    1.1 定义及特点
  2 嵌入式系统的内容及组成
    2.1 硬件部分
    2.2 软件
  3 技术发展的历史、现状与发展趋势
    3.1 发展历史概述
    3.2 国际发展现状及趋势
专题6 嵌入式CPU
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  1 嵌入式CPU概述
    1.1 定义与内容
    1.2 嵌入式CPU特点
    1.3 嵌入式CPU的组成
  2 嵌入式CPIJ的发展历程与发展现状
    2.1 嵌入式CPU现状
    2.2 嵌入式CPU产品的技术发展趋势
    2.3 CPU技术发展新趋势
  3 主流嵌入式CPU产品简介
    3.1 ARM系列处理器
    3.2 MIPS系列处理器
    3.3 PowerPC系列处理器
    3.4 Xtensa系列处理器
    3.5 国产C-CORE嵌入式处理器
专题7 集成电路测试技术
  引言
  1 集成电路测试技术研究背景及其重要性
  1.1 国内外研究背景
    1.2 研究测试技术的重要性
  2 集成电路测试的主要内容
    2.1 集成电路测试设备
    2.2 集成电路测试技术及方法
    2.3 集成电路测试技术的市场情况
  3 我国对集成电路测试领域技术研究及其应用现状
    3.1 集成电路测试设备的发展
    3.2 产业发展情况
    3.3 我国对集成电路测试领域的新研究
  4 集成电路测试技术发展趋势与对策
    4.1 技术发展趋势
    4.2 我国亟待解决的问题和发展探索
专题8 集成电路封装技术
  引言
  1 普通IC封装
    1.1 常见IC封装简介
    1.2 仿真模拟
    1.3 制造工艺
    1.4 测试与可靠性
  2 工程领域的封装技术
    2.1 江阴长电
    2.2 南通富士通
    2.3 天水华天
  3 CSP封装技术
    3.1 CSP封装技术简介
    3.2 CSP技术的特点
    3.3 CSP的基本结构及分类
    3.4 CSF封装技术展望
  4 3DSIP
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    4.1 3DSIP技术概念
    4.2 研究概况
专题9  FPGA技术发展趋势
  1 硬件可编程性与FPGA的由来
    1.1 从“存储程序”到“存储逻辑”
    1.2 从PROM到GAL
    1.3 从CPLD到FPGA
  2 FPGA可编程互连结构
  3 系统级FPGA硬件结构发展趋势
  4 系统级FPGA的编译技术
  5 FPGA对冯诺依曼体系结构的发展
专题10 集成电路可靠性技术
  引言
  1 集成电路可靠性的发展历史与技术特点
    1.1 集成电路可靠性的发展历史
    1.2 集成电路可靠性发展的技术特点
  2 集成电路可靠性技术的发展现状
  3 集成电路的可靠性技术研究进展
    3.1 MOS器件的热载流子效应
    3.2 MOS器件的NBTI效应
    3.3 超薄栅氧化层介质的可靠性
    3.4 集成电路中的静电放电损伤
    3.5 ULSI中铜互连可靠性相关技术
专题11 电源管理集成电路技术
  1 电源管理集成电路技术概述
    1.1 电源管理集成电路发展趋势
    1.2 电源管理集成电路分类
    1.3 电源管理集成电路学术研究及工程技术热点
  2 电源管理芯片中的可靠性和稳定性
    2.1 定义与内容
    2.2 关键技术与发展趋势
    2.3 小结
  3 智能电源及数字控制技术
    3.1 数字电源概述
    3.2 电源管理总线
    3.3 数字电源控制
  4 电源管理芯片中的高低压集成技术
    4.1 高低压集成技术简介
    4.2 高低压集成技术的研究进展
    4.3 高低压集成的电源管理芯片的实例及前景
  5 电源管理芯片中的高效能低功耗技术
    5.1 定义与内容
    5.2 高效能低功耗技术概况
专题12 集成电路制造工艺新技术
  1 集成电路制造工艺技术新趋势与展望
    1.1 光刻技术
    1.2 沟槽填充技术
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    1.3 等效栅氧厚度(EOT)的微缩
    1.4 源漏工程
    1.5 展望
  2 介质薄膜
    2.1 氮氧化硅栅极氧化介电层的制造工艺
    2.2 高k栅极介质
    2.3 半导体绝缘介质的填充
    2.4 超低介电常数薄膜
  3 应力工程
    3.1 嵌入式锗硅工艺
    3.2 嵌入式碳硅工艺
    3.3 应力记忆技术
    3.4 应力效应提升技术
  4 金属互连
    4.1 预清洁
    4.2 阻挡层
    4.3 种子层
    4.4 铜化学电镀
  5 光刻技术
    5.1 曝光设备
    5.2 光刻的工艺流程
  6 刻蚀
  7 掺杂
    7.1 离子注入
    7.2 快速热退火
  8 可靠性
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章节摘录

版权页：插图：为了保证电源系统安全稳定地工作，在电源管理集成电路芯片中集成过压保护电路、
欠压保护电路、过流保护电路和过热保护电路等，是电源管理芯片可靠性和稳定性必备的基本功能。
随着电源管理集成电路芯片市场需求的快速增长，对电源管理集成电路芯片可靠性和稳定性的性能的
要求也将越来越高。
可靠性和稳定性作为电源管理集成电路芯片的重要支撑，对其进行研究将会对电源管理技术的发展起
到非常关键的作用。
除了从电路技术上提高电源管理芯片的可靠性和稳定性外，制造工艺技术和控制技术也对芯片的可靠
性和稳定性有很大的影响。
因此，电源管理集成电路芯片的稳定性和可靠性涉及电路设计、版图设计、制造工艺等多个方面的因
素，今后的研究发展方向也将集中在这些综合因素上的创新。
3智能电源及数字控制技术3.1 数字电源概述一直以来，业界对于数字电源的概念争论不一，对应的产
品也是五花八门。
有全数字控制芯片，也有模拟PWM器件加上串行总线的数字电源，还有模拟和数字混合的电源控制
器。
今天，业界都比较认同TI公司从功能上对数字电源进行的定义：数字电源就是数字化控制的电源产品
，它提供灵活的配置、监控和管理功能，并延伸到对整个回路的控制。
也就是说，数字电源包括PWM反馈回路的全数字控制和电源管理与通信两部分。
过去，面向计算和通信应用的功率转换芯片的实现比较简单。
传统的模拟PWM集成电路只有输出功率和调节电压两个任务，诸如监视或诊断等其他功能被视为不
必要。
在极少数需要这些功能的情况下，则可以通过外接芯片实现。
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编辑推荐

《工程硕士教育集成电路工程领域发展报告》对集成电路产业各个主题方向的发展进行了专题研究分
析，内容丰富，对工程硕士研究生全面了解产业情况和技术发展，拓展视野具有很好的作用。
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